B550M-HDV

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie ptyty gtéwnej ASRock B550M-HDYV, niezawodnej plyty gtownej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dzialania i solidng konstrukcje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéow o wysokiej jakosci i wytrzymalosci.

Poniewaz specyfikacje ptyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,

Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek
modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie internetowej
ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej
plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o
uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢ liste najnowszych kart
VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartosc¢ opakowania

Plyta gtéwna ASRock B550M-HDV (Wspoélczynnik ksztattu Micro ATX)
Skrécona instrukeja instalacji ASRock B550M-HDV

Pomocnicza ptyta CD ASRock B550M-HDV

1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

1 x $ruba do gniazda M.2 (opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamie¢

Gniazdo
rozszerzenia

e Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX

e Konstrukcja kondensatorami statymi

e Obsluga 3-ciej generacji procesorow AMD AM4 Ryzen™ / Ryzen™ z

przysztym procesorem (Procesory serii 3000 i 4000)*

* Brak zgodnosci z procesorami AMD Athlon™.

* Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

AMD B550

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 DIMM

Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obslugg niebuforowanej pamieci
DDR4 4600+(0C)/4533(0C)/4466(0C)/4400(0C)/4333(OC)/
4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0OC)/4000(0C)/3866(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/
2400/2133 ECC i nie-ECC*

Seria APU AMD Ryzen (Renoir) z obstuga niebuforowanej pamieci
DDR4 4733+(0C)/4666(0OC)/4600(0C)/4533(0C)/4466(OC)/
4400(0C)/4333(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/4000(0C)/
3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466 (OC)/3200/2933/
2667/2400/2133 ECC i nie-ECC*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock w
celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Sprawdz strone 21 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

e Obsluga modutéw pamieci Extreme Memory Profile (XMP)

* 15u poztacane styki w gniazdach DIMM

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)

e 1 x gniazdo PCI Express 4.0 x 16 (tryb PCIEL: x16)*
Seria APU AMD Ryzen (Renoir)

e 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIEL: x16)*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

e 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 1



B550M-HDV
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Grafika

Audio

LAN

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU

serii Ryzen*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Pamie¢ wspoétdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamieé

wspotdzielona obstuguje do 16GB.

* Maksymalna pamie¢ wspoldzielona 16GB wymaga zainstalowania

32GB pamieci systemowe;j.

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI

Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 2.1 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 60Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$ciag do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.1 (Wymagany monitor zgodny z
HDMI)

Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.1

Obstuga HDCP 2.3 z portami DVI-D i HDMI 2.1

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.1
Obstuga Microsoft PlayReady®

Dzwigk HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC887)
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE
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Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Zlacze

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

4 x ztacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i

RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2, obstuga M Key typu 2242/2260/2280
modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modulu M.2 PCI Express do Gen4x4
(64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3x4 (32 Gb/s) (z Renoir)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

1 x zlacze gléwkowe SPI TPM

1 x zlacze gléwkowe portu COM

1 x zlacze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika
1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Zkacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

2 x zlacza wentylatora obudowy (4-pinowe) (Inteligentne sterowanie

predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator uktadu chtodzenia

maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

* CHA_FAN2 moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest

wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

1 x 4 pinowe zlacze zasilania 12 V

1 x zkgcze audio na panelu przednim

2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x porty glowkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portow USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja BIOS ¢ Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI

* Obsluga “Plug and Play”

e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

e Obsluga bezzworkowa

e Obsluga SMBIOS 2.3

e Wiele regulacji napiecia CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VDDP

Monitor e Wykrywanie temperatury: CPU, Zlacza wentylatora obudowy

sprzetu e Obrotomierz wentylatora: CPU, Zlacza wentylatora obudowy

e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, Zlacza
wentylatora obudowy

e Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, Zlacza
wentylatora obudowy

e Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

e Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V, +5V,
+3,3V

System * Microsoft” Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty * FCC,CE

e Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegétowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta’”.

W @

Short Open
Zworka usuwania danych z Zwarcie: Usuniecie danych z
pamieci CMOS . pamieci CMOS
2-pinowa zworka
(CLRMOS1)

Otwarcie: Domyslne
(sprawdz s.1, Nr 16)

CLRMOSI umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usuna¢ i
zresetowac parametry systemu do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, Ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtowkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Zlacze gtdéwkowe na panelu L . Podlacz do tego ztacza
systemu | TWEETDN# gléwkowego przetacznik
(9-pinowe PANELI) 8 O[oJO zasilania, przelacznik
(sprawdz s.1, Nr 10) ! | [ &np resetowania i wskaznik stanu
RESET#
| GND systemu na obudowie, zgodnie z
HDLED+

pokazanym ponizej przydziatem
pinéw. Przed podlaczeniem kabli
nalezy zapisac pozycje pinow

plus i minus.

Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowac sposéb

Q PWRBITN (Przelgcznik zasilania):

wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sie i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wilgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diodg LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego ztgcza gléwkowego upewnij sie, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow i
przydzial pinow.
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ZIacze gléwkowe naruszenia

obudowy i glo$nika
(7-pinowe SPK_CI1)
(sprawdz s.1, Nr 11)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
1

©)
Q

1

|
SIGNAL
GND

DUMMY

Podlacz to tego ztacza
gtéwkowego naruszenie

obudowy i glo$nik obudowy.

Z¥jcza Serial ATA3 ©, [ IS Te cztery zlacza SATA3
(SATA3_1: g I- I- g obstuguja kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 8) ) =l & dla wewnetrznych urzadzen
(SATA3_2: | Fi < pamieci z szybkoscig transferu
™ ™
sprawdz s.1, Nr 9) E I. l E danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: D) =l »
sprawdz s.1, Nr 6)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 7)
Z¥ycza gléwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej ptycie gléwnej znajduja
(9-pinowe USB_3_4) T F’|+ GND sie dwa zlacza gtowkowe. Kazde
(sprawdzs.1, Nr 13) o)fe) <|> EgMMY zlacze gléwkowe USB 2.0 moze
(9-pinowe USB_5_6) 11QIQI0IO obstugiwac¢ dwa porty.
, I [ eND
(sprawdzs.1, Nr 14) o Pt
USB_PWR
Z¥cza gtéwkowe USB 3.2 - w e Natej plycie glownej znajduje sie
Genl IntA_PA_SSRX- mape_ssexs jedno zlgcze gldowkowe. To zlgcze
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_5_6) o maresere glowkowe USB 3.2 Genl moze
(sprawdz s.1, Nr 5) s o obslugiwa¢ dwa porty.
ZYycze gtowkowe audio R, To ztacze gtowkowe stuzy do
panelu przedniego MIC?REOTULRET podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) oloJo] [0 przedniego panelu audio.
& 11o]ololofo
(sprawdz s.1, Nr 17) [ oura
J_SENSE
OouT2 R
MIC2 R
MIC2 L
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panelu na obudowie musi obstugiwaé¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykona¢

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewéd

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gléwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczac
dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnic mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z¥acza wentylatora
obudowy

(4-pinowe CHA_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

(4-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 12)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
+12V 2

GND 1

4 3 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Podlacz przewody wentylatora
do zlaczy wentylatora i dopasuj
czarny przewdd do styku masy.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANI)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
+12V

GND |
l

00

—
1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinow 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlgczy¢

je wzdluz pinu 1 i pinu 13.
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ZIacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

LU
ULl

Podlycz do tego zlacza zasilacz
ATX 12V.
*Wtyczka zasilacza pasuje do tego

zlacza tylko w jednym kierunku.

Zlacze gléwkowe portu R Rt To zlacze gtéwkowe COM1
DDSR#1
szeregowego | | ccTs#t obstuguje modut portu
9-pinowe 1 szeregowego.
(9-pinowe COMI) Sl goweg
(sprawdz s.1, Nr 15) | | Rl
GND
TTXD1
DDCD#1
ztacze gtowkowe SPI TPM Mo To ztgcze obstuguje system
(13-pinowe SPI_TPM_J1) D"}'}E‘(’SPI o SPI Trusted Platform Module
(sprawdzs.1, Nr 18) RST# (TPM), ktéry moze bezpiecznie
TPM_PIRQ
o)) L7 przechowywac¢ klucze, certyfikaty
QIO|O | : cyfrowe, hasta i dane. System
oy -TPM-es® - TPM pomaga takze w zwigkszeniu
s o zabezpieczenia sieci, ochronie
sp?jjl_chso cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnosci

platformy.



